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Titel der Erfindung

Verfahren zur Innenmetallisierung von Kapillaren und fein-
sten Strukturen

Anwendungsgebiet der Erfindung

Dié Erfindung betrifft ein Verfahren zur Innenmetallisierung
von portsen Stoffen und Spalten, kleinsten Schlitzen und Ka-
pillaren mit Metallen und lletallegierungen unter Nutzung des
chemischen Abscheidungsverfahrens. Die Trdgermaterialien kon-
nen Isoliergtoffe, besonders dielektrische Stoffe, Metalle=-
und Metallegierungen und halbleitende Stoffe mit einer ge=-
wilngchten Schichtdicke sein, die gleichmiéBig beschichtet
werden.

Charakterigtik der bekannten technischen Losungen

Das chemigch=reduktive Abscheldungsverfahren ist fiir die

‘Innenmetallisierung von Rohren, von Durchkontaktierungen bei

Lelterplatten und keramischen Trégern und Gehdusen bekannt.
Dabei wird eine gleichm#Big homogene Metalligierung durch
eine gtdndige Bad= oder Materialbewegung erzielt und einer

- Verarmung der Innenflsichen mit komplex gebundenen Metall=

ilonen und Reduktionsmitteln durch Verbrauch der Reagenzien
bei der Abscheidung entgegengewirkt. Bei Isolier-, besonders
dielektrischen Stoffen betrifft das schon den ProzeSschritt
der Aktivierung.
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Diege lethode versagt bei kleinsten Hohlriumen und Kapilla-
ren im /um-Bereich, die eine Tiefe big zum mmeBereich begit=

zen. Der Ionenaustausch ist erschwert. Dadurch erfolgt die
Begchichtung ungleichmifige. '

Bekannt ist bei Tranklegierungen (Sintermetalle) und bei
Vielschichtkondensatoren, (z. B. 0S 2 264 943), daB eine le=
tallisierung von Hohlrdumen und Spalten durch Metallschmel-
zen gegebenenfalls im Vakuum erfolgen kanne Diese letall=-
schmelzen fiillen jedoch die Hohlrdume und Kapillaren voll=-
stdndig aus. BEine Innenbsschichtung mit einer gewlinschten
"Schichtdicke unter Beibehaltung von Kapillartffnungen und
bestimmten Hohlrdumen ist nicht mdglich. Durch die hohe
Vigkositdt der Schmelze ist das Eindringen in feinste Spal=-
te erschwert. '

Ziel der Erfindung

Mit der Erfindung soll erreicht werden, daB Innenmetalli-
gierungen von kleinsten Hohlriumen und Kapillaren mit einer
definierten Schichtdicke gleichmdfig mdglich wird.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zur
Innenmetallisierung von Kapillaren und feingten Strukturen
zu schaffen, das Innenbeschichtungen mit géwﬁnschter
Schichtdicke gleichméBig unter Benutzung des chemisch=re=—
duktiven Abscheidungsverfahrens bei Wunsch unter Beibehal=-
tung von Kapillartffnungen und offenen Hohlriumen ermig=
licht.

Gelost wird die Aufgabe der Erfindung dadurch, daB eine

Verarmung der Innenflidchen an Badionen aus den chemischw-
reduktiven Bddern oder Aktivierungsbddern durch eine bel
der Metallisierung oder Aktivierung mit einer bestimmten



-3 -

Frequenz durchgefiihrte Folge von Eindriicken der Badfliisgige
keit (oder EinflieBen aufgrund von Oberfldchenspannungen in
Kapillaren) und Aussaugen der Badfliissigkeit vermieden wird
und somit stdndig frische Badltsungen an den Innenflichen
zur Verfligung stehen. Bel komplizierten Formen kann dieser
ProzeB des Austausches der Badionen zum Erreichen einer
gleichmifigen Konzentration durch Ultraschall unterstiitzt
werden.

Ausfiihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachfolgend an zwei Ausfithrungsbeispielen
erliutert werden.

Augfiihrungsbeisgpiel 1:

Ein hohler Kontaktstift mit einem Innendurchmesser von 0,8
mm und einer Lénge von 12 mm aus einer Kupferlegierung soll
gleichméBig innen mit einer Goldschicht von ca. 1/am verge=
hen werden. In einem chemigchereduktiv arbeitenden Goldbad
(zo B. nach WP 160 284) wird die Badfliissigkeit mit Hilfe
einer Vorrichtung aus der Kontaktstiftkapillare mit einer

- Frequenz von 0,1 = 1 sz entfernt. Durch die Kapillarwire
kung steigt die Badfliissigkeit zwischenzeitlich selbsténdig
in die Kapillare. Nach der ‘entsprechend der Abscheidungsrate
des gewdhlten Goldbades berechneten Abscheidungszeit ist eine
gleichméBige Innenvergoldung des Kontaktstiftes vorhanden.
Die Kontaktstiftkapillare wird mehrmals mit destilliertem
Wasser gespiilt (gleiche Frequenz) und getrocknet.

Ausfiilhrungsbeigpiel 2:

Folien aus griiner Kondensatorkeramik werden mit Strukturen
aus eilner Polymerpaste bedruckt, gestapelt und gepreBt. Beim
Sintern in oxidierender Atmosphire bei ca. 1300° wird die
Polymerpaste aunsgebrannt. Im Kondensatorstapel entstehen
feine Spalte < 5/um.1In diese Spalte werden mit einer Fre-
quenz von 0,1 = 1 g~ in einer Ultraschallwanne von 40 W
nacheinander folgende BadlUsungen durch Kapillarwirkung
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eingesaugt und mit einer Vorrichtung ausgesaugt:
Pa?*-haltige Aktivierlosung, NeH,P0, enthaltende Reduktions-
16sung (je 2 min), destilliertes Wasser (1 min), Metallisie-
rungslésung nach DDR=Patent 157 773 (25 min). Danach wird
zwei mal mit degtilliertem Wasser gewaschen. Die Spalte sind
mit Nixf ausgefiillt und kontaktieren die einzelnen Konden=
gatorfolien untereinander. Nach erneuter Abdeckung mit einer
Polymerpaste des duBeren isolierten Steges erfolgt die AuBen=
kontaktierung mit Z/um NiXPy nach DDR=Patent 157 T73.

Die Kondensatoren sind migrationsfest ohne Edelmetallkontake-
tee



Erfindungsanspruch

1. Verfahren zur Innemmetallisierung von Kapillaren und
feinsten Strukturen mit Hilfe des chemisch-reduktiven
Abscheldungsverfahrens, dadurch gekennzeichnet, das die
Uetallisierung und gegebenenfalls auch die Aktivierung
mit Badfliissigkeiten chemischereduktiver Bider erfolgt,
die zum Konzentrationsausgleich der Badbestandteile wihe-
rend der gesamten Metallisierungszeit in die Kapillaren

" und feinsten Strukturen im Wechsel eingedriickt und aus
diesen alusgegaugt werden und der ProzeB des Konzentra-
tionsausgleichs durch Ultraschall untergtiitzt werden
kann,
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